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tragbare medizinische Gerate 
Rolf Schmid-----------------------

Durch Fortschritte in der Minia­
turisierung, neue Sensorkonzep­

te, leistungsfahigere Prozessoren und 
Batterien steigt die achfrage 
nach tragbaren medizinischen Ge­
raten wie Gesund heitsmoni­
toren oder Langzeit-EKGs, 
die Sicherheit und Komfort ~m!lilil 

der Patienten verbessern. 
Die Gerate sollen mog­

lichst unauffallig und per­
manent getragen werden 
konnen, z. B. in Form ei­
ner Armbanduhr. Eine Mi­
niaturisierung der Elektro­
nik ist daher unerlasslich. 

Ein sorgfaltiges Systemde-
sign ist die Basis jeder Miniaturi­
sierung, wobei Partitionierung und 
Komponentenauswahl wesentlich 
fi.ir den Miniaturisierungserfolg sind. 
Die oft als naheliegende Losung 
angestrebte Integration in einem 
ASIC kann nur bei groiSen Sti.ickzah­
len wirtschaftlich umgesetzt werden. 

Diese werden jedoch bei medizi­
nischen Applikationen nur selten 
erreicht, ganz abgesehen vom Zeitbe­
darf for die Entwicklung und dem 
nicht unerheblichen Designrisiko. 

Eine interessante Alternative 
stellt das High Density Packaging 
(HDP) dar. HDP umfasst hochdichte 
Aufbau- und Verbindungstechniken, 
die auf der Basis von meist ungehau­
sten ICs und hochdichten Substra­
ten/Leiterplatten eine Miniaturisie­
rung der Elektronik ermoglichen. 

In der Regel werden bewahrte 
Standardbauteile eingesetzt, die aber 
auch mit ASICs kombiniert werden 
konnen. Dies ermoglicht die Wahl 
der jeweils optimalen Komponenten 
in Bezug auf Funktionalitat und 
Technologie. Es konnen problemlos 
µ-Controller, Speicher, Sensorik und 
RF-Komponenten in einem HDP­
Design kombiniert werden. 
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Dari.iber hinaus ermoglicht HDP 
gleich auf mehrere Arten einen Vor­
stoiS in die dritte Dimension. Chip­
on-Chip bietet die Moglichkeit, zwei 
oder mehr Chips zu stapeln und un­
tereinander wie auch mit der Schal­
tung zu verb inden. Dies wird im gro­
Ren Umfang bereits bei Speichern for 
Mobiltelefone und MP3-Playern ein­
gesetzt und ist auch bei anderen 
Applikationen sinnvoll. 

Eine andere Moglichkeit bietet 
die Montage der Elektronik auf 
einem Starr-Flex-Substrat, das <lurch 
Zusammenfalten ebenfalls die dritte 
Dimension ausni.itzen kann. Welche 
HDP-Technik notwendig und sinn­
voll ist, muss jeweils im Einzelfall 
geklart werden. 

Oft geni.igt es, einen kleinen Tei! 
der Elektronik in HDP auszufohren, 
wahrend fi.ir den Rest klassische 
SMD-Technik verwendet werden 
kann, um das angestrebte Ziel zu er­
reichen. Zurn Beispiel werden Pro-

zessor und Displaycontroller als Bare 
Die (ungehauster IC) direkt auf den 
Print montiert. 

Dadurch wird so vie! Platz ge­
wonnen, class die restliche Elektronik 
in SMD-Technik montiert werden 
kann und sogar geni.igend Platz for 
einen groiSen SMD-Summer bleibt. 
Die Design- und Fertigungszeiten lie­
gen in der GroiSenordnung reiner 
SMD-Baugruppen, und das Designri­
siko ist dank des Einsatzes von Stan­
dardkomponenten nur geringfogig 
hoher als ein reines SMD-Design. 

HDP-Technologien konnen eine 
gute Losung for kleine tragbare Sys­
teme sein . Sie konnen jedoch keine 
umfassende Systemanalyse, i.iberleg­
tes Systemdesign und sorgfaltige 
Elektronik- · und Software-Entwick-
lung ersetzen. 
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